
先进硅节点倒装芯片
保护的新范式
LOCTITE® ECCOBOND 
UF 9000AG

LOCTITE ECCOBOND UF 9000AG 是 一 款 液
体环氧树脂毛细底部填充胶（CUF），专为先进硅

（Si）节点倒装芯片应用而设计。与其他 CUF 相
比，LOCTITE ECCOBOND UF 9000AG 具有高
填充量（>70%），流动速度提高 30%，可保护焊
点免受机械应力和损坏，并将生产效率纳入优先
考量。LOCTITE ECCOBOND UF 9000AG 具有
超低 CTE、高 Tg、低翘曲的特点，达到 MSL3 标
准。这些特性已在先进硅节点倒装芯片的批量生
产中得到验证。该产品可确保出色的器件保护，
从而实现良好的电气可靠性，同时，其快速流动
性和优秀的可加工性也符合高 UPH 操作的要
求。

主要特性和优势：

   为先进硅节点倒装芯片提供最佳保护

   均衡的产品配方，实现高填充量和批量生产能力

   快速流动性：较上一代产品和竞品，流动速度提升   

   30%（在间隙为45µm的测试装置中，该产品在10mm 

   ×10mm芯片上流动用时70秒）

   出色的可加工性：在100°C下具有长静置寿命

   形成良好、紧密的圆角：低树脂溢出量

   高可靠性：高Tg和超低CTE（<20 ppm）
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产品属性

产品
LOCTITE ECCOBOND

UF 9000AG
LOCTITE ECCOBOND

UF 8000AA
LOCTITE ECCOBOND

UF 8830S

先进硅节点特性

填充量

韧性K1c MPa√m

固化条件

填料尺寸
（最大值）µm

粘度
mPa·s (cP) 5 rpm

CTE（<Tg/>Tg）
ppm/°C

25℃/250°C时的储能
模量，MPa

TI

Tg
TMA

DMA

FCCSP 和 PoP FCCSP / 车规级

72% 50% 60%

5 3 3

11,930 4,700 22,120

0.60 0.90 0.85

135°C 104.4°C 118°C

160°C 120.4°C 126.5°C

19 / 62 30.6 / 120.1 25 / 100

14,241 / 377 7,110 / 175 11,081 / 328

3.0 0.6 2.0

165°C / 2小时 150°C / 2小时 150°C / 2小时

计划使用下一代芯片设计新设备吗？
欢迎联系汉高技术专家，了解我们的先进封装材料产品组合。
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